VP1000

ASSCON

Vapor Phase Technology

Dampfphasen-Lotsysteme
Maschinen der neuesten Generation

ASSCON Dampfphasen-Reflow-Lotsysteme setzen einen
MaBstab in der Léttechnologie. Das moderne Konzept der
Anlagen zusammen mit den physikalischen Grundsétzen
des Verfahrens erlauben die fehlerfreie L6tung von kompli-
ziertesten SMT-Baugruppen auch mit bleifreien Lotpasten
in praktisch jeder Anordnung. Bauteile wie QFP, BGA, Flip-
Chip sowie keramische Baugruppen werden in héchster
Qualitat verarbeitet.

Die Anlagenserie VP 1000 wird in drei GréBen flr Bau-
gruppen mit Abmessungen von maximal 430 x 460 mm,
610 x 460mm und 610 x 610 mm angeboten.

Das System eignet sich besonders fir Anwender, die Appli-
kationen mit haufig wechselnden Produkten im Klein- oder
Mittelserienbereich verarbeiten. Durch die Verwendung von
universellen Werkstlcktragern ist das System flexibel.

Durch die physikalischen GesetzmaBigkeiten beim Dampf-
phasenléten ergeben sich absolut stabile Prozessverhalt-
nisse. Der gesamte Ldtprozess, Vorwarmen und Léten,
erfolgt in einer sauerstofffreien Atmosphare.

Eingabe mit WerkstUcktrager und verschiedenen Baugruppen

Uberhitzung von Baugruppen, Beschadigung von Bauele-
menten und Delaminierung von Leiterplatten kénnen nicht
auftreten, da die maximal erreichbare Lotguttemperatur die
Siedetemperatur des Mediums nie Ubersteigen kann.

Die Ubertragung der Warmeenergie erfolgt bei der Kon-
densation des Dampfes an der Baugruppe. Durch die
Regelung der Energiezufuhr wéhrend des Vorwarm- und
Létprozesses ist der Temperaturgradient programmierbar.
Eine homogene Energieverteilung an der gesamten Bau-
gruppe ist gegeben. Dreidimensionale Baugruppen sind
dadurch problemlos zu verarbeiten.

Durch den hohen Wirkungsgrad des Warmeubertragungs-
verfahrens ist der Energiebedarf gering.

Die Einstellung der Prozessparameter beschrankt sich auf
die Vorgabe des Temperaturgradienten. Die erforderliche
Lotzeit sowie den Abschluss des Lotprozesses regelt das
System automatisch.

PRODUKTVORTEILE

. Kostengunstiges Lotsystem fur hochste technologische
Anforderungen

. Oxidationsfreier Vorwarm- und Lotprozess

. GleichmaBige Temperaturverteilung an der gesamten
Baugruppe

. Uberhitzung des Létgutes ist ausgeschlossen

. Keine Schattenbildung oder Farbselektivitat

. Reproduzierbare Prozessbedingungen

. Keine zeitaufwandige Erstellung von Temperaturprofilen
. Niedrige Betriebskosten

. Universell fir Serien- und Einzelbetrieb einsetzbar



DAS ANLAGENKONZEPT

Die Anlage ist frei stehend aufgebaut. Sie besteht aus den
Bereichen Ein-/Ausgabestation, Létzone, Kuhlung und
Steuerung.

Kernstlick der kompakten Mehrkammeranlage ist die
Prozesszelle aus Edelstahl. GroBflachige auBenliegende
Heizkdrper sind gegen Warmeabstrahlung isoliert. Tempe-
ratursensoren fur Heizkdrper-, Flussigkeits-, Dampf- und
Kuhlzonentemperatur gewéhrleisten groBtmadgliche Be-
triebssicherheit.

Die leistungsfahige Kihlzone der Anlage ist mit einem spe-
ziellen Luftersystem ausgestattet, das von der Baugruppe
abdampfendes Medium und Flussmittelreste durch eine
Kuhlerkassette und einen nachgeschalteten internen Filter-
kreislauf fuhrt.

Ein automatisches Permanentfiltersystem zur Mikrofiltrie-
rung des WarmeuUbertragungsmediums ist eingebaut.

Ein integriertes Absaugsystem zur Abfuhrung von aus-
serhalb des Prozessraumes entstehenden Dampfen und
Aromastoffen, die durch Ausgasung der Leiterplatten ent-
stehen, ist vorhanden. Die Steuerung ist fur den Anschluss
eines externen Lufters vorbereitet.

Das Prozesskuhlsystem ist im Untergestell der Anlage inte-
griert.

Die Anlagensteuerung befindet sich in einem integrierten
Steuerschrank und beinhaltet die Schalt-, Steuer-, Regel-
gerate und Sicherungselemente flr alle Funktionseinheiten.
Die Ablaufsteuerung und Uberwachung mit Stérmeldesys-
tem erfolgt Uber einen Microcontroller und Colour-Touch-
Screen mit intelligentem Bedienfeld.

Bedienfeld (Colour-Touch-Screen)

TYP MAX. LOTGUTFORMAT
VP1000-44 430 x 460 mm
VP1000-64 610 x 460mm
VP1000-66 610 x 610mm

asscon.de

DER LOTPROZESS

Durch die Verwendung von Dampf als Wéarmedlbertra-
gungsmedium wird das Létgut unabhéangig von GréBe und
Gewicht gleichmaBig auf Vorwarm- und Léttemperatur er-
warmt. Geometrische Gegebenheiten, Bauelementeform
und Packungsdichte sind flr den Aufheizprozess ohne
Bedeutung. Bedingt durch die hohe Dichte des Dampfes
wird der Sauerstoff aus der Vorwarm- und L&tzone ver-
dréangt. Der Einsatz zuséatzlicher Schutzgase ist dadurch
nicht erforderlich.

Blick in die Lotzone des Prozessraumes mit Werkstlicktrager und
Baugruppen.

DAS ASSCON=-VERFAHREN AUF EINEN BLICK

. Bedienerfreundliches, intelligentes SMT-Reflow-Lotsystem

. Oxygen-free-process, sauerstofffreier Vorwarm- und
Létprozess

. Bleifrei-tauglich ohne Einschrankung

. Optimale Prozesssicherheit durch Einsatz von TGC,
ASB und ETR
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. TGC (temperature-gradient-control), einstellbare Tempe-
raturgradienten in der Vorwarmzone

. ASB (automatic-solder-break), automatische Erkennung
des abgeschlossenen Lotprozesses

. ETR (energy-transfer-rate), voll reproduzierbare Einstellbar-
keit und Regelung aller erforderlichen Prozessparameter

. Speicherbare Lotprogramme

. Niedrige Betriebskosten durch effiziente Energienutzung
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